APLIKACNi TECHNOLOGIE

nanaseni pajecich past, lepidel, tavidel aj.
sitotisk

sablonovy tisk

dispenze

pin transfer.

Zarizeni

rucni

poloautomaticka

automaticka in line nebo off line



PLATI ZASADA:

 dobre natisknuto

» Z poloviny zapajeno

¢ 39 faktoru !



PRINCIP SITOTISKU PAJECI PASTY




PRINCIP SABLONOVEHO TISKU
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PRINCIP SABLONOVEHO TISKU
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SITO

Sito = ram + sitovina
sitovina pod uhlem 7 - 45°
Material- polyester (PES), nerez ocel

preferuje se PES - nizka cena

— nevyhodou vsak je menSi mozné napnuti
— horsi soutisk

nerez sita

— vétsSi mechanicka odolnost




ZHOTOVENI MOTIVU

Na sitovinu je nanesena:
fotocitliva emulze (metoda primeho ovrstveni)

fotocitliva emulze s tuhym filmem (metoda
primého/nepfimého ovrstveni)

preferuje se jak z duvodu reprodukovatelnosti, tak i
Zivotnosti motivu na situ

tuhy film (kapilarni metoda).

obrazec je vytvoren fotolitografickym zpracovanim
motivu. UV zarenim se exponuje fotocitliva vrstva,
ktera je zpravidla negativni pres filmovou matrici.
Naexponovany motiv se vyvola



TECHNOLOGICKE MEZE
SITOTISKU

* nerezove sito:

o tisk 100 um vodicCu pfi serioveé produkci

e 40 um vodicu v laboratornich
aplikacich.



PARAMETRY PES SITOVINY

 svetlost oka (w)

e prumér viakna (d)

 otevrena plocha sitoviny (a,)

* tloustka sitoviny (D)

 hustota ok (mesh,n)

* teoreticky objem pajeci pasty (Vy,)



PARAMETRY SITOVINY
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PARAMETRY SITOVINY
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PARAMETRY SITOVINY

hustota ok na cm hustota ok na palec (inch)
10 mm 25,4 mm
N = —mmmmmemmeee- w,d v mm mesh = -----—---————-
w+d w+d
oteviena plocha sitoviny teoreticky objem pasty
(W )2 W2
a = - . 100% Vi, = =--mmmmm- .D w,d, D v um



PARAMETRY PES SITOVINY

Hustota ok Svétlost oka Pruamér viakna Otevi. Plocha TI. sitoviny Teor.objem pasty
na cm na palec
n mesh w /um/ d/um/ ao /%! D/um/ Vin lem’m?/

14T 34T 500 220 48,2 410 197,5

24T 60T 275 145 42,8 265 113,5

32T 80T 200 100 44 5 170 75,5

40T 100T 167 80 45,7 130 59,5

51T 130T 120 70 38,7 116 45,0

62T 160T 92 64 32,2 112 38,0

73T 185T 84 48 39,0 80 31,0

81T 205T 72 48 34,0 82 28,0

95T 240T 50 48 22,7 87 19,5

120T 305T 44 34 27,9 57 16,0




PRlBLl?NA TLOUéT[(A
NATISKNUTEHO MATERIALU(H,,)

* je dana materialem sitoviny (D), tloustkou vrstvy
fotocitlivé emulze (h, ) a technologii tisku dané
opravnym koeficientem (k)

Hodnota h, byva obvykle v rozsahu 100 az 250
um, technologicky zvladnuté jsou tloustky az do
oblasti 1 mm. Tloustka sitoviny D je velmi priblizne
rovna 2d. Koeficient k se Casto odhadem stanovuje
na 50 um



TERKY

polyuretan (PUR), 60 - 70 Shore
nerez ocel

tvar terky
jednoduche i dvojice terek



PARAMETRY TERKY/TISKU

sklon terky ovlivhuje valivost pasty a tim | zatekavost
pajeci pasty do otvoru. Ostry uhel vyviji relativhé
velky plnici tlak a je vhodny pro viskozngjSi pasty.
material terky se voli podle vlastnosti tisknuté pajeci
pasty i rastru pajecich plosek

sila cca od 10N na 50 mm délky

rychlost pohybu terky vyrazne ovlivhuje schopnost
pajeci pasty proniknout do apertury. Rychlost Casto
byva 50 mms-! pro normalni rastry, pro fine pitch se
voli rychlosti mensi cca 20 mms-’



TVARY TEREK

50 - 60°




SABLONOVY TISK



SABLONY :

minimalni rozmer apertury jako 1,5
nasobek tloust’ky materialu.

folie a plechy v tloustkach 0,075 - 0,5
mm z nerez oceli, bronzi, niklové
mosazi

galvanicky nikl
plast



TECHNOLOGIE ZHOTOVENI SABLON :

* leptané sablony
(tloustky az 0,5 mm)

e podleptani - vetsi

Wan

tolerance apertur i )

horsi tvary apertury

* minimalni rastr
leptanych Sablon je
0,3 mm

12,5 um



TECHNOLOGIE ZHOTOVENI SABLON :

selektivné leptan¢ Sablony

dvojnasobny fotolitograficky 1 leptaci
proces

tisk pajeci pasty pro vyvodove soucastky 1
SMD

SMD a ultra fine pitch (rastr 0,4 - 0,3 mm)



TECHNOLOGIE ZHOTOVENI SABLON :

« dvojnasobny tisk pajeci pasty
* nebezpecCi rozmazani jiz natisknute pasty

2.TISK 7 U < 1 4H.0,5mm EE%EE5mm
1.TISK [ o7 ZZAa 23 :tﬂ.o,15—o,2mm




TECHNOLOGIE ZHOTOVENI SABLON :

« stejna tloustka sablony pro SMD i pro
vyvodove soucastky

« pozadovany objem pajeci pasty je dan
aperturou
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SABLONY ZHOTOVOVANE LASEREM

CAD data

vetsi presnost sablon

opak. presnost je 10 um, rozliseni 1 um
minimalni rastr je 0,25 mm

drsngjSi povrch sten apertury



TVAR APERTURY SABLONY
ZHOTOVENE LASEREM




SABLONY ZHOTOVOVANE
GALVANICKY

galvanicky Ni

aditivni proces

filmove predlohy i CAD data

sablony tloustky 10 - 200 um
minimalni apertura = tloustka sablony
minimalni rastr 0,2 mm.

hlavni nevyhodou je mensi pevnost
v tahu I vyssi cena.



TVAR APERTURY SABLONY
ZHOTOVENE ADITIVNE




SABLONY ZHOTOVOVANE VRTANIM

CAD data

vetsi presnost sablon

bronz, plast, vyjimecne nerez ocel
tl. 150 - 250 um pro lepidlo

tl. 150 - 200 um pro pastu

nejsou prilis rozsireny



ROZDILY SIiTO/SABLONA

* Vyhody tisku pres sito:
mensi cena sita oproti Sabloné
moznost vétsi rychlosti tisku
sito lépe kompenzuje nerovnosti povrchu
sito umoznuje tisk vetsSich ploch
* Nevyhody tisku pres sito:
horsi soutisk, horsi obrysova ostrost natisknuté vrstvy
vetSi opotfebeni i moznost poskozeni sita a tim mensi zivotnost
sita
nemoznost tisku fine pitch motivu
problematicky tisk past s vySSi viskozitou

 Prednosti Sablon:

v v rsr ws

lepSi soutisk
tisk jemnéjSich motivu



TECHNOLOGICKE HRANICE

* tisku pres sito:
pro tisk pajeci pasty je hranice tisku pro
rastr pfivodu 0,635 mm, {j. apertura cca
0,35 mm

 tisku pres sablonu:
pro tisk pajeci pasty je hranice tisku do
velikosti apertur cca 0,15 mm u
leptanych sablon a cca 60 um apertur u
sablon zhotovovanych aditivhe



SITOTISK/SABLONOVY TISK

zarizeni v elektrotechnickém, zejména v
polygrafickém prumyslu

RUCNI SITOTISK

POLOAUTOMATICKY SITOTISK

AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK



AUTOMATICKY SITOTISK

Interakce promennych parametru na rozhranich DPS -
sito/Sablona - térka - pajeci pasta je automaticky
vyhodnocovana i korigovana

minimalizace lidského faktoru

in line : DPS- dopravnik- zarizeni- fixace/navadéci koliky nebo
hranové/- kamera - navadéci znaCky na DPS- navadéci znacCky
Sablona- korekce- tisk

po tisku je provedeno vyhodnoceni z hlediska soutisku (2D) ev. i
tloustky vrstvy (3D inspekce),zpétné korekce programu
automaticky.

Parametry ukladany pro SPC (Statistic Process Control).
klimatizovany pracovni prostor

periodicka udrzba sita/Sablony

presnost u +/- 25 um, opakovatelnost +/- 15 um,



AUTOMATICKY SITOTISK

hlavni faktory (1-5):

rychlost pri tisku

smer tisku

tlak na terku

vzdalenost Sablona/DPS

doba od vyjmuti pasty z chladniCky
typ sablony

doba od vyjmuti pasty ze zasobniku
michani pasty

pocet tisku

fixace/podepreni DPS/vakuum



TREND V TISKOVYCH METODACH

« PROFLOW TISKOVA METODA
vyssi produktivita tiskovéeho zarizeni

L a4 v

redukce spotreby pasty (mensi odpad)
snizeni nakladu na cisténi
vySSi reprodukovatelnost pri viastnim
zaplnovani apertur pri tisku
zlepseni kontroly rizeni procesu

e firma MPM tzv. RHEOMETRIC PUMP
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PRINCIP PROFLOW
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PROFLOW

TLAKO\/A SILA
PIST ZASOBNIK PASTY
TISKOVA
HLAVA \_ _
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ISHIKAWA DIAGRAM

ZARIZENI TECHNOLOGIE TISKU

- sitotisk/Sabl.tisk
- typ zafizeni R/IPA/A
- fixace Sablony/sita
- metoda sesouhlaseni

- metoda sesouhlaseni
- Gisténi R/A

- rychlost pohybu stérky
- Uhel pohybu stérky
- pfitlak stérky
- pfesnost soutisku
- odskok
- frekvence cisténi

- stérka - vlhkost
- Sablona/sito/
- pajeci pasta
- Cistici médiu

- zaskoleni

- zkuSenosti
- autorita
-uvédomeni

- teplota

MATERIALY VLIV PROSTREDI KVALIFIKACE OBSLUHY



METODA PIN TRANSFER




DISPENZER ROTACNI vs. TLAK/CAS




LINEARNI DISPENZER

PiST -

ZASOBNIK
MEDIA

PRACOVNI
KOMORA ~~

POLOHA

VENTILU™__ ‘



KVALITA DISPENZE

Vlastnosti lepidla + parametry dispenze = kvalita dispenze Q
- viskozita - pramér jehly

- homogenita - dispenzni tlak

- stabilita teploty - doba dispenze

- zadné vzduch.bubliny - vzdalenost jehly od DPS

- smaceci vlastnosti - prodleva



TECHNIKY TISKU vs. DISPENZE

Vyhody tisku:

vySSi pruchodnost

neni treba instalovat dispenzer do linky, kratsi vyrobni linky,
mensSi investicni naklady

|ze pouzivat vetsi baleni lepidel/pajecich past, mensi cena
tisk riznych tvaru liSicich se od kruhovych nevyzZzaduje delSi ¢as
proces je vhodny i pro ultra fine pitch aplikace pfi nanaseni
pajeci pasty

Nevyhody:

tiskove techniky jsou mene flexibilni nez davkovani,
komplikovanéjsi modifikace vyroby

skladovaci prostory pro Sablony/sita

delSi nastaveni parametru tisku

Sablony/sita se obtizné&ji Cisti

nelze tisknout lepidlo/pajeci pastu na osazenou DPS
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